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Hochspezialisierte Technologie für Leiterplatten - dies bietet 
seit dem Jahr 1989 die ALBA PCB Group. Die international 
agierende Gruppe ist bekannt für ihren ausgezeichneten 
Service. ALBA erzielt durch den Einsatz modernster Produkti-
onstechnologie maximale Geschwindigkeit in der Ausführung 
und überzeugt mit Know-how. Eigene Fertigungsstätten in 
Europa und in Asien erlauben im Bereich der Spitzentechno-
logie die größte Flexibilität bei höchster Qualität. Seit 2023 
bietet die ALBA PCB Group in Deutschland über die Q-print 
electronic GmbH auch den technischen Service für die Ge-
häusesysteme der Italtronic an.

Weitere Informationen: 
T: +49 (0) 6203 95880-0  
E: info@alba-pcb.de                                   www.alba-pcb.de


